
2. 出展展示会
2-1. 出展希望展示会
①出展を希望される展示会を下記の中から１つ選択し◎印をご記入下さい。なお、選択された展示会に小間位置を配置させていただきます。
②出展製品が①で選択した展示会以外でご来場者に強くアピールしたい場合、該当する展示会を下記の中から選択（複数選択可）し、○印をご記入下さい。
　ご来場者にわかり易く色分けし、表示いたします。　【例】プリント配線板技術展◎　LED/OLED応用技術展○

2012 プリント配線板技術展　PWB Tech 2012
2012 半導体パッケージング・部品内蔵技術展　Module Japan 2012
2012 機器・半導体受託生産システム展　EMS Japan 2012

2012 プリンテッドエレクトロニクス最適生産システム展　PE PROCESS 2012
2012 LED/OLED 応用技術展 Solid-State Lighting 2012
2012 部品・MEMS/デバイス産業総合資機材展　Device Engineering 2012

2012

夢をカタチに　次世代アプリ開発支援技術展

2-2. 出展製品・技術分野
「開催出展のご案内」を参照の上、出展を予定されている製品・技術分野を下記より１つ選択し、レ印をご記入下さい。

□ 1. 製品 □ 2. 設計技術 □ 3. 信頼性・検査技術 □ 4. 主材料

□ 5. プロセス技術・資機材 □ 6. 製造装置 □ 7. 環境システム □ 8. 物流システム

2-3. 出展予定製品及び技術分野
「開催出展のご案内」を参照の上、出展予定製品・技術分野を具体的な名称でご記入下さい。

2-4. ご来場者に向けた機能別展示技術のＰＲについて
調達、購買に大きな影響力を持つ電子機器セットの設計担当者（商品設計、技術設計、機械設計、等）が直面する課題を即座に解決できるよう、次の6つの機能別対策技術に
分類（開催出展のご案内3ページ横断的機能別展示技術テーマの相関関係参照）いたします。新製品・新商品をご来場者に向けて今回アピール、提案したいと思われる機能
別対策技術を、下記の6つの技術の中から選択（複数選択可）し、レ印をご記入下さい。

□ 1. 高放熱対策（サーマルマネージメント） □ 2. 高速・高周波EMI/EMC対策 □ 3. 高耐圧対策

□ 4. 部品内蔵 /三次元 PKG化対策 □ 5. 省エネ・省資源対策 □ 6. 低コスト化対策

3. 出展小間数・小間形態
出展小間数、希望小間タイプ、角小間の希望の有無について、下記に出展小間数及び○印をご記入下さい。

出展小間数（必須）  小間　（小間数をご記入下さい。）

希望小間タイプ

　A. 直　  列

　B. ブロック　（間口  小間　×　奥行  小間）

　C. 独　　立　（間口  小間　×　奥行  小間）

角小間＊（必須） 希望する  ・  希望しない　＊角小間は、直列、ブロックタイプに適用されます。

＊上記申込み内容に基づいて出展申込受理書及びご請求書をご送付させて頂きます。

4. 通信欄　（ご希望事項、事務局への連絡事項等があればご記入下さい。）

間口

奥行

会場入口

（A）直列小間タイプ

（B）ブロック小間タイプ
　  （４小間以上）

（C）独立小間タイプ
　  （20小間以上）

事務局使用欄

出展申込書受理日 出展申込書受付番号 受理書発行日 請求書番号 支払通知確認書受理日 備考

出展申込書　第1期申込締切日：2011年11月18日（金）／第2期申込締切日（最終締切）：2012年2月10日（金）
会期：2012年6月13日（水）〜6月15日（金）　10:00〜17:00　　会場：東京ビッグサイト

2012

注１. �小間タイプ及び角小
間のご希望に添いか
ねる場合もあります
ので、予めご了承下
さい。

〈個人情報の取り扱いについて〉
	 運営（社）日本電子回路工業会のプライバシーポリシーについては、�
http://www.jpcashow.comをご参照下さい。今回ご記入いただきました出展者様の個人情報は、出展に関する諸手続きおよび各種案内のために使用させて頂きます。ご本人の承諾がない限り、
第三者に開示することはいたしません。ただし、運営、施工、電気、エアー（水道）等の委託会社には、業務上の理由で出展者様の情報を提供する必要がありますので予めご了承下さい。

2012


